HO5K

SECCION H — SECCION H — ELECTRICIDAD

HO05 TECNICASELECTRICASNO PREVISTASEN OTRO LUGAR

HO5K CIRCUITOS IMPRESOS; ENCAPSULADOS O DETALLES DE LA CONSTRUCCION DE APARATOS ELECTRICOS;
FABRICACION DE CONJUNTOS DE COMPONENTESELECTRICOS

Nota(s)

Q) La presente subclase cubre:

- las combinaciones de un receptor de radio o de televisién con un aparato que tiene unafuncién principal diferente;
- los circuitos impresos estructuralmente asociados con componentes el éctricos no impresos.
2 En la presente subclase, la expresién siguiente tiene el significado abajo indicado:

" circuitosimpresos’ cubre toda clase de estructuras mecéanicas de circuitos que consisten en una base aislante que soporta
conductor y que estan combinadas estructuralmente con el conductor en toda su longitud, especialmente en un plano
bidimensional, estando fijados los conductores a la base de una manera indesmontable; cubre igual mente los procedimientos o
aparatos para la fabricacién de tales estructuras, p. g. constitucion del circuito por tratamiento mecanico o quimico de una
lamina, pasta o pelicula conductoras sobre un soporte aislante.
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